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EV용 전력 모듈을 위한 고방열 Cu계 접합 소재 개발 및 적용
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Abs t r act :      
에너지 분야에서는 고효율 파워 반도체의 요구가 증가하고 있으며 환경 측면에서도 전 세계적으로 온실 가스 배출로 인한 지구 온난화에 대한 대응 방안이 필요하게 되었다.

이를 극복하기 위하여 친환경 자동차 특히 HEV, EV 개발이 활발하게 이루어지고 있으며 HEV, EV에서는 효율을 증가시키기 위하여 기존 Si 파워 반도체에서 차세대 SiC 파워

반도체를 적용하는 개발이 증가하고 있는 추세이다. SiC 소자를 적용한 파워 반도체 모듈을 제작할 경우 필요 요소가 다양하지만 본 논문에서는 고방열 접합 소재 관점에서

개발한 결과를 제안하고 있다. 기존 solder paste의 경우 낮은 녹는점 특성으로 고온 동작이 필요한 파워 반도체 모듈에 적합하지 않고 Ag sintering paste의 경우 소재 자체

의 고가 특성으로 대체 소재 개발이 요구되고 있다. 따라서 높은 녹는 점 및 저가 구현이 가능한 Cu계 고방열 접합 소재 개발을 진행하였으며 모듈에 적용한 결과를 나타내

었다. 개발한 접합 소재는 Cu계 nano-sized powder가 아닌 nano와 micron급 powder의 2종 분말을 이용하여 개발을 진행하였으며 TO-247 패키지를 적용한 Discrete 모듈

을 제작하여 개발한 소재를 적용한 모듈의 동작 특성을 확인하였다. 추가적으로 고방열 Cu계 접합 소재가 적용이 될 수 있는 전력 변환 모듈의 구조를 단면 냉각과 양면 냉

각으로 비교하여 그 특성을 분석하였다.
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